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Procedimiento y dispositivo para el tra-
tamiento fotoquimico de objetos.
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La presente invencién se refiere a un'procedimiqg
to y dispositivo para el tratamiento fotoquimico de obje—

tos.
Por tratamiento es preciso comprender operaciones

5e tales e¢omo grabado, corte de precisibn, trabajo de aligera-
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miento, ejecucidn de impresiones, puésta a pmto de utillaje
¥ cuvalesquiera operaciones similares,

Por objeto es preciso comprender cumlesquiera articu
los de metal o cerémica como vidrio, cristal, porcelana, sien
do estos articulos indiferentemente utilitarios o decorativos
y pﬁdiendo ser las superficies a tratar indiferentemente pla-

nas, revelables o deformadas. Los materisles pueden ser opaco

W

o transparentes.,

Una aplicacidén particular se refiere gl grabado de
piezas metdlicas tales como piezas basculantes y cafiones de
armeria.,

Bl procedimiento consiste sustancialmente en recubrir
las superficies que hayan de ser tratadas con una capa de un
polimero fotogensible; en preparar una imagen o méscara de tal
manera que se aplique contra las superficies susceptibles de
tratamiento; enrdear la pieza asi preparada por medio de una
cublerta transparente; en realizar un contacto franco entre
los elementos asi{ superpuestos; en someter dicha capa fotosen
gitle a la accibén de la luz cuya longitud media corresponda a
su pico de sensibilidad y, por dltimo, -en disolver las parti-
culas no:poélimerizadas de dicha capa fotosensible.

La eleccidén de la resina fotosensible estd dictadae
por la pieza utilizada, por la naturaleze quimica de la super
ficie a tratar y, en cierta medida, por la finura de los deta
lles que hayan de reproducirse,

La méscara aplicada sobre dicha capa fotosensible pw

143

de realizarse por la proyeccién directa de una imsgen. Puede
igualmente estar constitufda por una mégcara que figure el pe:

'

fi11 correlativo gl tratamiento. Tal méscara puede aplicarse

sobre la capa fotosensible bien sea por presién, bien por va-
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cio,

Ia insolacién tiene por efecto polimerizar la capa f0
‘topensible y hacerla insoluble a nivel de las zonas tocadas
por la radiacibn cuando sé utiliza un fotopolimero negativo,
En el caso contrario, el efecto es inverso.

La disolucidn de las partes de la capa fotosensible
no polimerizada se efectuari preferentemente por la accibn de
un bafio qﬁimico apropiado, .

Este procedimiento puede aplicarse con intervencién
de medios simples, determinados por la morfologiaﬂyflas dimen
siones de lag piezas que hayan de tratarse., De ello'se despren-
de que el procedimiento puede completarse por fases adicionalﬂs
a prorrateo de sus aplicaciones, Por ejemplo, si se prevé el
tratamiento de materiales transparentes tales como articulos
de vidrio o de cristal, se impone una operacién suplementaria
en razbn de su transparencia y de las dificuliades de adheren-
cla del fotopolimero,

Para tal realizacién del procedimiento del invento,
las superficies de 1los artfculos transparentes serdn perfecta-
mente desengrasadas antes de sensibilizarlas con vistas a faci
litar la adherencia. Ademés, con vistas a la insolaciébn, se ha:
ré opaco el fotopolimero mediante la adicién de un colorante
que evite que la radiacién penfdre la capa fotosensible con 1
consecuencia de reflejarse sobre la superficlie opuesta.

Podré logarse un resultado gimilar recubriendo previg
mente las superficies no tratadas con un barniz que impida la
relfexibn, depositdndose a continuacién el fotopolimero sobre
superficies barmizadas.

A simple titulo de ejemplo no limitativo, se desori-
ben a continuacién, con mayor detalle, dos aplicaciones carac




teristicas con referencia a los planos anexos, en los cuales:

La figura 1 representa esqueﬁé‘bicamente, en vista en
despiece, los elementos que intervienen en la aplicacibn del
procedimiento para el tratamiento de una pieza basculante de
e | arma de caza

Las figuras 2 y 3 representan esquemfticemente en vig
ta en desplece, en alzado y en planta respectivamente, los elg
mentos de la figura 1 en una primera fase caracteristicas de
aplicacién del procedimiento.

103 La figura 4 representa esqueméticamente una vista en
direccién de la flecha P4 de la figura 2,

Ias figuras 5 y 6 representan esquemfticamente en vig
ta en despiece, en alzado y en planta respectivamente, los elg
mentos de la figura 1 en una segunda fase caracteristica de
15% é.pli—cacién del procedimiento,

‘ La figura 7 representa esquemiticamente uns vista en
direccién de la flecha F7 de la figura 5.

La figura 8 representa esqueméticamente los elementos
de la figura 1 ensamblados y prestos para la fase de insolacitn.
20"5’ La figura 9 representa esqueméticamente, a mayor esecg
la, la parte indicada en F9 en la figura 8.

La figura 10 representa esqueméticamente, en seccibn
transversal, un dispositivo aplicable més especialmente para
el tratamiento de superficies curvadas,
25¢ La figura 11 representa esqueméticamente, a mayor eg
cala, la parte indicada en Fll en la figura 10.

Las figuras 12, 13y 14 représentan egquemfticamente
la accibén del procedimiento del invento aplicando una resina

fotogensible negativa,

30. Las figuras 15, 16 y 17 representan esqueméticamente
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© to transparente 4 puede colocarse luego facilmente en posicibn

la accifbn del procedimiento del invento aplicando una resina
fotosensible positiva. '

Como se representa esquemfiticamente en vista en des-
plece en la figura 1, un dispositivo segin el invento puede
congistir sustancialmente en un soporte formado por dos partes
mutuemente encajables 1-2 entre lag cuales puede hallarse fir-
memente inmovilizada la pieza que ha de tratarse 3. Dichos elg
mentos 1-2 son de tal naturaleza que, cuando se encajan mutuas-
mente inmovilizarido la pieza a tratar 3, se realiza un conjun-
40 de aspecto prismltico sobre el cual puede deslizarse a f£ro4
tacién suwave un manguito transparente 4 (figuras 2 a 8).'La
pieza susceptible de ser tratada 3 ha sido recubierta previa-
mente, al menos sus superficies a tratar, con una capa de una
sustancia folosensible conocida de por si, Igualmente, antes
de colocar en posicién dicho manguito transparente 4, se apli~
ca una mégeara 5 sobre las superficies que hay que tratar, en
el caso que nos ocupa sobre una superficle superior y sobre
sus dos guperficies laterales.

Bgte dispositivo es susceptible de ser acoplado, me-
diante una vélvula 6, por ejemplo por un tubo flexible 7, a
una bomba de vacio 8 (figura 8).

En el ejemplo esquemftizado en las figuras 1 a 9, se
fija la pantella 5 a dicha parte 1 del soporte, por ejemplo
con intervencién de un elemento de fijacién 9. Esta disposi-
cién es tal que al principio dicha pantalla 5 se encuentra en
derezada, permitiendo asl la colocacién en posicibn de la pie-
za susceptible de ser tratada 3 y del elemento de acoplamiento
2, tras de lo cual se abate dicha pantalla 5 sobre las super—
ficies superioreg y laterales de ;a pleza a tratar; el mangui-
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encerrando asi por completo las dos semi-celdas empoiradas l-
2, la pieza a tratar 3 y la pantalla 5., Se prevé ung junta de
estanquidad 10 entre los bordes rebasantes, respectivamente,

de la parte frontal 11 de la pieza 1 y de lg armadura 12 del
manguito transparente 4. Dicha vdlvula 6 se halla acondiciona-

da de .tal manera que es susceptible de poner en relacibn la z0

na'comprendida entre el conjunto 1-2-3-5 y el manguito transpg
rente 4 con la bomba de vacio 8.

El dispositivo asi realizado es sometido a insolacién,
alcanzando la luz la referida méscaras 5 a través del manguito
transparente 4., Cuando la ibsolacién haya sido suficiente pa-—

ra polimerizar las partes ad hoc de la capa de resina fotosen

gible que recubre la pieza 3, ésta Gltima es desprendida y so-
metida a la accibén de un bafio quimico apropiado con vistas a
disolver las partes no polimerizadas.

Como se esquematiza someramente en las figuras 10 y
11, para el trgtamiento de articulos que presenten superficie
curvadas, se utilizardq una celda envolvente 13 realigzada, por
ejemplo, a partir de una resina gintética flexible y transpa—
rente. )

En el ejemplo esquematizado, esta celda estd consti-
tufda por dos semi-cubiertas 13°-13"; la méscara del perfil se
obtiene por ejemplo por tratamient6 fotoquimico de una capa me
t4lica 14 vaporizada al vaclo en el interior de la celda, Estq
envueive por completo la pieza 15 y puede igualmente ser some-
tida a los efectos de una bomba de vacio,

El dispositivo asi preparado, como en el ejemplo entd
rior, puede ser sucesivamente sometido a insolacién, y después

a un tratamiento en un bafio quimico para disolver las partes

de resina fotosensible no polimerigzadas.,
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Sean cuales fueren lag piezasg, artfculos, superficieg
tratadas, y sean cuales fueren también los dispositivos utili~
zados, el procedimiento segtn el invento actuaréd como se esque
matiza bien en las figuras 12 a 14, bien en las figuras 15 a
17, segin que se utilice una resina fotogensible negativa o
una resina fotosensible positiva. En las figuras 12 y 15, la
referencia 16 representa la pieza susceptible de ser tratada,
17 la capa fotosensible, 18 la mAscara, en el caso que nos ocu
pa formada por una pelfcula 19 y una capa de emulsién 20. La
luz es dirigida en direccitn de las flechas F. En dichas figu-
ras 12 y 15, se ha representado la superficie de exposicién o

de insolaciédn.

Bjemplo préctico:

Para aplicar el procedimiento del invento, por ejem-
plo sobre una pieza basculante de arma de caza, podrid procedexn
se en el orden giguiente: tras desengrasar la pieza en triclo-
roetileno en fase vapor, ésta se sumerge en el fotopolimero y
se retira de este Gltimo tras un tiempo y a una velocidad en
funcién del espesor de la capa deseada y de la dilucién del
producto., Como fotopolimero, se utilizardn evidentemente pro-
ductos comerciales, por ejemplo el producto conocido bajo la
denOminaqidn KMER, Segln el caso, podrias evidentemente utili-
zarse un fotopolimero seleccionado entre los productos conoci-
dos bajo las referencia KPR, KPR2, KPR3, KPFR, KOR, KPL, todos
ellos productos familiares para los expertos en la materia., I

pieza asi recublerta con el fotopolimero es sometida a una fa-

gse de tratamiento al vapor, por ejemplo a una temperatura de
0 _

120 Cy y durante un tiempo del oxrden de 10 minutos, con vigtag

a endurecer la capa sensible. La pieza susceptible de tratamian

to se introduce a ocontinuacién en una semi-celda cuya funcién
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es la de realizar su colocacifn en posicién con respecto a la
cémara, A continuacidn se coloca la segunda celda que cubre la
pieza atratar dando el conjunto pieza-celda una forma prismétil
ca. Sobre la pieza se abate la méscara., Este conjunto es ence=-
rrado en un manguito de P.V.C. flexible y transparente, El dig
pogitivo asi preparado es sometido a la accibn de una bomba de
vacio; la cual pusde separarse posteriormente tras el cierre
de la védlvula. El conjunto es sometido a insolacifbn, alcanzan-
do la luz dicha méscara o0 imagen a través del manguito. Cuando
le insolacifn haya sido suficiente para polimerizar las parte
ad hoc de la capa de resina fotosensible que recubre la pieza,
ge retira esta dltima y se la somete a la accibn del bafio de
revelado apropiado para disolver las partes no polimerizadas.
El disolvente seri evidentemente escogido al prorrateo de la
resina fotosengible,

AL prorrateo de las resinas fétosensibles citadas an-
teriormente, podrén utilizarse los disolventes conocidos tales
como, respectivamente, KPR Thinner, KOR Thinner, KMER Thinner,
KTFR Thinner.

Por Gltimo, se somete & continuacién la pieza a un
tratamiento al vapor, por ejemplo para llevarla a una tempera-
tura del orden de 120°C durante un tiempo del orden de 10 minu
tos con vistas a efectuar el endurecimiento de la capa fotosen
sible subsistente,

El tratamiento puede efectusrse por pulverizacidn de
Fe C13 bajo presibn y a una temperatura del orden de 5500, du-
rante un tiempo del orden de 2 minutos,

El procedimiento puede terminarse por fases complemen
tariag a prorrateo a prorrateo de los trabajos e tratamiento

a efectuar.
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Se observard que tras el revelado de la imagen, el
operador tiene la facultad de efectuar un depbsito metélico por
via electrolitica, Se obtendrd asi un grabado en relieve. Este
puede sin embargo obtenerse igualmente disponiendo, en la cel-
da, una mAscara o0 imagen negativa o utilizando un polimero po-
sitivo.

En el caso en que se desee proceder a un chapado de
oro, por ejemplo en el &rabado, seria conveniente realizar eg-
ta operacidn por inmersién en un bafio quimico o electrolitico
antes de efectuar la separacibn de la resina fotosensible.

Como se indica anteriormente, las piezas a tratar, y
més particularmente aquellas piezas que presenten superfibies
no revelables, podrian ser enteramente reveladas de una manere
transparente tras aplicacibén de la imegen o méscara y antes dﬁ
la insolacién,

En las figuras 13 y 16, se representa esquemiticamen-
te el estado de la pieza despubs del revelado y, en las figu=
ras 14 y 17, se representa esqueméticamente el estado de dicha
pleza tras la aplicacién del bafio quimico, por ejemplo después
de un ataque 4cido.

Se observard que la resina fotosensible negativa (fi-
gura 13) que no ha sufrido radiacién ni reépectivamente insol%
cién, se diluye en el curso del revelado., La resina fotogsensi-
ble positiva (figura 16) reacciona de manera inversa. Se ha es
tablecido que el procedimiento del invento puede aplicarse so-
bre cualesquiera piezas, cualesquiera articulos o superficies
de acero al carbono o aleacidn, acero para herramiéntas, acero
inoxidable, acero refractario, acero al colombio, aluminio, co
bre, magnesio, molibdeno, zine, berilio, niquel, silicio, ger-

manio, vidrio, cristal, porcelana, y cersmica en general,
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Este enunciado es meramsnte ejemplar,

Debe quedar bien entendido que pueden aportarse divei
sar modificaciones por parte de los expertos en la materia a
los dispositivog o procedimientos que acaban de ser desecritos
fnicamente a titulo de ejemplos no limitativos sin apartarse

del marco del invento.
NOTA

Desoritg suficientemente la naturaleza del invento
asi como la manera de realizarlo en la préctica, debe hacerse
constar que las disposiciones anteriormente indicadas son suse
ceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su
prineipio fundamental, También se hace constar que el invento
corresponde a wma golicitud de patente‘presentada en Belgica
con el n2 798,107 (n¢ PV,.52680) de 12 de Abril de 1973, acogiéh
dose por lo tanto a los beneficios que conceden los Convenios
Internacionales en vigor, siendo lo que constituye la esencia
del referido invento y por lo que se solicita Patente de Inven
c¢ibén por 20 afios en Espafie sobre: PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO
PARA EL TRATAMIENTO FOTOQUIMICO DE OBJETOS; caracterizéndose
por lo siguientes

l.- Procedimiento y dispositivo para el tratamiento
fotoquinmico de objetos, procedimiento caracterizado porque com
prende las fases de recubrir las superficies a tratar con uwna
capa de un polimero folosensible; preparar una imaegen 0 mésca—
ra de tal manera que sea aplicada contra las superficies sus-
ceptibles de ser trafadas; rodear la pieza as{ preparada con
una envoltura fransparente; efectuar un contacto franco entre

los elementos asi superpuestos; someter la capa fotosensible J



ls accibn de la luz cuya longitud de onda media corresponda s
su pico de sensibilidad; y disolver las partes no polimerigadgs
de 1la capa fotosensible, ‘

2.~ Procedimiento segfin la reivindicacifn 1, caracte-
Se rizado porque la pieza recubierta, en sus superficies a tratar,
con una capa de un polimero fotosensible, se immoviliza en ung
celds, traé de lo cual la méscara es abatida y respectivamente
aplicada contra las superficies a trafar, giendo alojado todo
ello después enrung cubierta transparente, tras de 1o cual se
105 somete la capa fotogensible a la accién de la luz y se disuel-
ven las partes no polimerizadas de la capa fotosensihle;

3e= Procedimiento segfin cualquiera de las reiviﬁdica—
ciones 1‘0‘2, caracterizado porque la méscaré se aplica direc-
tamente sobre la pleza susceptible de ger tratada y se mantie-
154 ne en ella firmemente por un efecto mecdnico o neumitico,

4,- Procedimiento segin cualquiera de las relvindica-—
ciones 1 o 2, caracterizado porque se aplica la_méscara sobre
una 0 sobre paredes de la envoltura transparente.

5.~ Procedimiento segin cualquiera de las reivindica~
20, cibnes anteriores, caracterizado porque la méscara se realiza
por la proyeccién directa de una imsgen,

6o~ Procedimiento segin cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 4, caracterizado porgue la méscara presenta una li=-
nea que corresponde al tratamiento.

25 Te=~ Procedimiento segén cualquiera de las reivindicas-
ciones anteriores, caracterizado porque la méscara es aplicads
sobre la capa fotosensible por presién.

8.~ Procedimiento segln cualquiera de las reivindica-

ciones 1 a 6, cargcterizado porque la miscara es aplicada so-
30.

bre la capa fotosensible por vacio.
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9.~ Procedimiento segtin cualquiera de las reivindica-
ciones anteriores, caracterizado porgue las superficies a tra-
tar son-desengrasadas antes de la sensibilizacidn con vistas g
facilitar la adherencia.

10e~ Procedimiento segin cualquiera de las reivindicg
ciones anteriores, caracterizado porgue con vistas a la insolg
cién,.se hace opaco el fotopolimero mediante la adiciébn de un
colorante que evita que la radiacién perfore la capa fotosensi
ble.

1l.~ Procedimiento seglin cualquiera de las reivindic
ciones anteriores, caracterizado porque con vistas a la insolg
cibn, las superficies que no deban ser tratadas son previamen—
te recubiertas por un barniz que impide la reflexién, depositég
doge a continuacién el fotopolimero sobre dichas superficies
barnizadas. '

12.~ Digpositivo para la aplicacién del procedimiento
gegtn la reivindicacién 1, caracterizado porque se constituye
sustancialmente en combinacién por al menos un soporte para lg
pleza & trabtar previamente recubierta, sobre sus paredes sug-
ceptibles de ser tratadas, con una capa fotosensible, una en-
voltura transparente que rodea la pieza a tratar, una méscara
o imagen interpuesta entre la pieza a tratar y la envoltura
transparente y un medio para solicitar firmemente dicha imagen
o mAscara contra la pieza a tratar,

13.- Dispositivo segln la reivindicacién 12, caracte-
rizado porque la envolitura transpareﬁte encierra completamente
la pleza a tratar,

l4.- Dispositivo segfin la reivindicacibén 12, caracte-

rizado porque la envoltura transparente encierra por completo

la pieza a tratar y su soporte.
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15.~ Digpogitivo sagdn”cualquiera de las reivindica=

ciones 12 a 14, caracterizado porque se acopla a un dispositis
vo neumftico con vistas a efectuar un contgcto franco entre la
imsgen 0 méscara y la capa fotosensible que recubre la pileza
a tratar.

16.~ Dispositivo segin la reivindicacién 15, caracte
rizado porque el dispositivo neumftico se constituye por una
bomba 0 una fuente de gas o0 de aire a presibén de manera que la
imagen o méscara sea aplicada por presién sobre la capa foito-
sensible que recubre la pieza a tratar.

17.~ Dispositivo segln la reivindicaclén 15, caracte
rizado porque el dispositivo neumético se constituye por una
bomba de vacio para que 1a imagen o m4scara Sea aplicada por
vacio sobre la capa fotosensible que recubre la pieza a tratar.

18.~ Procedimiento y dispositivo para el tratamiento
fotoquimico de objetos, tel y como gqueda sustancialmente des-
erito eﬁ la presente Memoria y en los dibujos adjuntos.

Esta Memoria consta de irece hojas escritas a méqui-
na por una sola cara.

Medrid
' -6 MAR. 1974
PABRIQUE NATIONALE HERSTAL S.A.,

en abrevigtura FN.

MEZ AUES3 Y MODEV
p» Flimedo: L. Gogta Fetasnde:
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